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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte mit integriertem Markierungsschritt

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Herstellen einer Leiterplatte mit den Schritten:

a) Belichten einer photo-sensitiven Schicht eines Leiter-
platten-Substrats zum Festlegen von Leiterbahnen,

b) Atzen des Leiterplatten-Substrats,

c) Entfernen der photo-sensitiven Schicht von dem Leiter-
platten-Substrat und

e) Beschichten des Leiterplatten-Substrats mit einer L6t-
stopplackschicht unter Freilassung von Létstellen,

wobei, dass in das Herstellungsverfahren ein Markierungs-
schritt integriert ist, bei dem mittels einer Oberflachenbear-
beitungseinrichtung ein Materialabtrag mit vorgegebenem
Muster erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Herstellen einer Leiterplatte mit den Schritten:
a) Belichten einer photo-sensitiven Seite eines
Leiterplatten-Substrats zum Festlegen von Leiter-
bahnen,
b) Atzen des Leiterplatten-Substrat,
c) Entfernen der photo-sensitiven Schicht von
dem Leiterplatten-Substrat und
d) Beschichten des Leiterplatten-Substrats mit ei-
ner Lotstopplackschicht unter Freilassung von
Lotstellen.

[0002] Auflerdem bezieht sich die Erfindung auf
eine Leiterplatte, die mit einer Markierung versehen
ist.

[0003] Bei dem vorgenannten Verfahren handelt es
sich um ein Standardverfahren zur Herstellung von
Leiterplatten. Solche Leiterplatten weisen ein Leiter-
platten-Substrat auf, das auf wenigstens einer Seite
mit einer photo-sensitiven Schicht bedeckt ist. Unter-
halb der photo-sensitiven Schicht befindet sich eine
metallische Schicht, beispielsweise aus Kupfer, die
zur Ausbildung von Leiterbahnen dient.

[0004] Nach einer Belichtung in dem Schritt a) wer-
den ausgewahlte Bereiche des Leiterplatten-Subst-
rats an seiner Oberflache von der photo-sensitiven
Schicht befreit. Diese Bereiche sind dadurch gekenn-
zeichnet, dass dort keine Leiterbahnen vorzusehen
sind.

[0005] In dem nachfolgenden Schritt b) wird das
Metallmaterial des Leiterplatten-Substrats durch At-
zen entfernt, so dass ausschlieBlich die gewlinschten
Leiterbahnen Ubrig bleiben.

[0006] In dem Schritt c) wird der nach dem Belichten
verbliebene Anteil der photo-sensitiven Schicht von
dem Leiterplatten-Substrat entfernt, so dass die Lei-
terbahnen selbst freigelegt werden.

[0007] In einem weiteren Verfahrensschritt, namlich
dem Schritt d), wird das Leiterplatten-Substrat mit ei-
ner Loétstopplackschicht unter Freilassung von Lo6t-
stellen, die spater beim Kontaktieren der Leiterplatte
bendtigt werden, beschichtet.

[0008] Bei solchen Leiterplatten besteht Bedarf dar-
an, sie mit Beschriftungen bzw. Markierungen zu ver-
sehen, um die Moglichkeit zu schaffen, Leiterplatten
hinsichtlich ihrer Herstellungsbedingungen, wie Her-
stellungszeit, Hersteller, Lieferlos usw., zu kenn-
zeichnen.

Stand der Technik

[0009] Bisher erfolgte das Aufbringen einer Markie-
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rung auf eine Leiterplatte z.B. in einem Prozess-
schritt, der dem eigentlichen Herstellungsverfahren
der Leiterplatte nachgeschaltet ist. Hierzu verwende-
te Einrichtungen sind Tintenstrahldrucker, Nadeldru-
cker, Etikettenbander, aber auch Laser. Diese Ein-
richtungen wirken ausschlieBlich auf die aulere
Oberflache des bereits fertig gestellten Leiterplat-
ten-Produkts ein.

[0010] Bei einem alternativen Markierungsverfah-
ren wird ein fir die Durchfiihrung des Schrittes a) be-
nutzter Film in vorgegebenen Zeitabstanden zur Un-
terscheidung von Herstellungs-Chargen ausgewech-
selt, wobei der Film selbst neben Bereichen fur Lei-
terbahnen auch Bereiche fur Markierungen festlegt.
Dieses Verfahren gestattet es nicht, einzelne Leiter-
platten in verschiedenen Mutternutzen ohne einen
Filmwechsel mit unterschiedlichen Markierungen in-
nerhalb der Oberflache zu fertigen.

Aufgabenstellung

[0011] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Herstellen ei-
ner Leiterplatte anzugeben, mit den sich auf einzel-
nen Leiterplatten in einfacher Weise Markierungen
vorsehen lassen, sowie eine danach hergestellte Lei-
terplatte zu schaffen.

[0012] Diese Aufgabe wird bei dem eingangs ge-
nannten Verfahren dadurch gel6st, dass in das Her-
stellungsverfahren ein Markierungsschritt integriert
ist, bei dem mittels einer Oberflachenbearbeitungs-
einrichtung ein Materialabtrag mit vorgegebenem
Muster erfolgt.

[0013] Als geeignete Oberflachenbearbeitungsein-
richtung, die bevorzugt eine mechanische Bearbei-
tung vornimmt, kommt beispielweise ein Laser oder
ein Nadeldrucker zum Einsatz, die jeweils zur Erzeu-
gung eines dem vorgegebenen Muster entsprechen-
den Tiefenprofils gesteuert sind. Nach der Erfindung
wird der Markierungsschritt in das Herstellungsver-
fahren integriert, so dass durch geeignete Steuerung
des Lasers jede einzelne Leiterplatte eines Mutter-
nutzens wahrend des Herstellungsverfahrens mit ei-
ner gewlnschten Markierung versehen werden kann.

[0014] Unabhangig davon, zu welchem Zeitpunkt
der Markierungsschritt erfolgt, ergibt sich durch die
Verwendung des Lasers ein Materialabtrag, der sich
von seinem Muster her in nachfolgend aufgebrachte
Schichten hin fortsetzt und als Markierung erhalten
bleibt.

[0015] Nach einer ersten Ausfiuhrungsform der Er-
findung erfolgt der Markierungsschritt zwischen den
Schritten a) und c), beispielsweise unmittelbar nach
Beendigung des Belichtungsschrittes a). Die mit Hilfe
des Lasers durch Materialabtrag erzeugte Markie-
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rung stellt ein Tiefenprofil dar, dass bis zum Ende des
Ablaufs des Herstellungsverfahrens erhalten bleibt.
Bevorzugt kénnen die dem Muster zugeordneten Ab-
schnitte der bearbeiteten Oberflache des Leiterplat-
ten-Substrats mit einer Oberflachenbeschichtung
versehen werden, die beispielsweise aus Ni/AU oder
Cu/OSP, besteht.

[0016] Bei einer weiteren Ausfihrungsform kann
der Markierungsschritt unmittelbar nach dem Schritt
d) erfolgen, wobei Material der Lotstopplackschicht,
die in dem Schritt d) aufgebracht wurde, abgetragen
wird. In diesem Fall ergibt sich das einer Markierung
entsprechende Tiefenprofil in der Lotstopplack-
schicht, kann jedoch auch Uber diese Schicht weiter
nach innen fortgesetzt sein. Auch bei dieser Ausfih-
rungsform ist es moglich, dem Muster zugeordnete
Abschnitte der bearbeiteten Seite(n) des Leiterplat-
ten-Substrats mit einer Oberflachenbeschichtung zu
versehen, wobei dieselben Materialien zum Einsatz
kommen kdnnen, wie sie bereits oben erwahnt sind.

[0017] Die o. g. Aufgabe wird hinsichtlich der Leiter-
platte geldst durch eine Leiterplatte mit einer Trager-
schicht, einer darauf angeordneten Metallschicht, ei-
ner auf der Metallschicht vorgesehenen Loétstopp-
lackschicht und einer Oberflachenschicht, wobei die
metallische Schicht oder die Létstopplackschicht mit
einem Tiefenprofil versehen ist, das ein Muster einer
Markierung bildet.

[0018] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
zwei Ausfuhrungsbeispielen noch naher erlautert:

Ausfihrungsbeispiel 1:

[0019] Als Ausgangsmaterial zur Herstellung einer
Leiterplatte wird ein Leiterplatten-Substrat verwen-
det, bei dem auf einer Tragerschicht eine Kup-
fer-Schicht von einer photo-sensitiven Schicht be-
deckt ist. In einem ersten Verfahrensschritt wird die
photo-sensitive Schicht bzw. die zugeordnete Seite
des Leiterplatten-Substrats zum Festlegen von Lei-
terbahnen belichtet, Ublicher Weise mit Hilfe einer
Lichtquelle mit erheblichem W-Anteil. Aufgrund der
Belichtung wird die Kupfer-Schicht an denjenigen
Stellen freigelegt, an denen fir die Leiterplatte keine
Leiterbahnen vorgesehen sind.

[0020] In einem nachfolgenden Atz-Schritt wird das
Leiterplatten-Substrat geatzt, und zwar mit dem Ziel,
die Kupferschicht an denjenigen Stellen zu entfer-
nen, bei denen Leiterbahnen nicht vorgesehen sind.

[0021] Vor oder nach dem Atz-Schritt findet ein Mar-
kierungsschritt fur die Leiterplatte statt. Zu diesem
Zweck wird mit Hilfe eines Lasers, beispielsweise ei-
nes Neodym-YAG-Lasers, in einem von Leiterbah-
nen freien Bereich der Leiterplatte eine Markierung
eingebrannt, so dass ein Tiefenprofil entsteht. Diese

3/4

2005.01.27

Markierung kann Aussagen dartiber treffen, zu wel-
chem Lieferlos die Leiterplatte, die gerader herge-
stellt wird, gehort (DIN/ISO 900X). Im einzelnen ist es
auch moglich, zu einem gemeinsamen Mutternutzen
gehodrende Leiterplatten mit unterschiedlichen Mar-
kierungen zu versehen, so dass eine Einzelkenn-
zeichnung von Leiterplatten mit Seriennummern (di-
gitale Abbildung eines Herstellungsprozesses) er-
moglicht wird.

[0022] In ein dem Atz-Schritt nachfolgenden Verfah-
rensschritt wird die photo-sensitive Schicht von dem
Leiterplatten-Substrat entfernt, so dass eine nachfol-
gende Schicht aufgebracht werden kann.

[0023] Bei der nachfolgenden Schicht handelt es
sich um eine Loétstopplackschicht, die derart auf dem
Leiterplatten-Substrat verteilt ist, dass spater erfor-
derliche Létstellen zur Kontaktierung der Leiterplatte
frei gelassen werden.

[0024] In einem abschlieBenden Verfahrensschritt
wird das aufgrund der Laser-Markierung vorhandene
Tiefenprofil mit einer Oberflachenschicht gefiillt, die
beispielsweise von den Materialien Ni/Au oder
Cu/OSP gebildet wird. Bei der Verwendung von Gold
zum Flllen des Tiefenprofils ergibt sich der Vorteil ei-
ner hervorragenden Lesbarkeit aufgrund des erhalte-
nen Kontrastes und der guten Kantenscharfe.

[0025] Beispielsweise kann die Markierung als Seri-
ennummer in Form eines 2D-Data-Matrix-Codes vor-
liegen. Auch Zerstérungsfreiheit der Oberflachen-
schicht ist weitgehend gegeben. Insbesondere im
Vergleich der nach dem Stand der Technik nachtrag-
lich aufgebrachten Etiketten ergeben sich in diesem
Zusammenhang wesentliche Verbesserungen.

Ausfluihrungsbeispiel 2:

[0026] Das zweite Ausfliihrungsbeispiel unterschei-
det sich von dem oben erlduterten ersten Ausfih-
rungsbeispiel dadurch, dass der Markierungsschritt
zu einem spateren Zeitpunkt durchgefuhrt wird. Der
Markierungsschritt findet statt, unmittelbar nachdem
die Lotstopplackschicht auf das Leiterplatten-Subst-
rat aufgebracht wurde. Mit Hilfe des Lasers wird Ma-
terial der Lotstopplackschicht zur Ausbildung eines
Tiefenprofils darin abgetragen. Das entstandene Tie-
fenprofil wird mit einer Oberflachenschicht gefiillt,
wobei dieselben Materialien verwendet werden kon-
nen, wie bei dem ersten Ausfuhrungsbeispiel der Er-
findung.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Herstellen einer Leiterplatte mit
den Schritten:
a) Belichten einer photo-sensitiven Schicht eines Lei-
terplatten-Substrats zum Festlegen von Leiterbah-
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nen,
b) Atzen des Leiterplatten-Substrats,

c) Entfernen der photo-sensitiven Schicht von dem
Leiterplatten-Substrat und

d) Beschichten des Leiterplatten-Substrats mit einer
Lotstopplackschicht unter Freilassung von Létstellen,
dadurch gekennzeichnet, dass in das Herstellungs-
verfahren ein Markierungsschritt integriert ist, bei
dem mittels einer Oberflachenbearbeitungseinrich-
tung ein Materialabtrag mit vorgegebenem Muster er-
folgt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Markierungsschritt zwischen den
Schritten a) und d) erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Muster zugeordnete Abschnitte
mit einer Oberflachenbeschichtung versehen wer-
den.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Markierungsschritt unmittelbar
nach dem Schritt d) erfolgt, wobei Material der L6t-
stopplackschicht abgetragen wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Muster zugeordnete Abschnitte
mit einer Oberflachenbeschichtung versehen wer-
den.

6. Leiterplatte mit einer Tragerschicht, einer dar-
auf angeordneten Metallschicht, einer auf der Metall-
schicht vorgesehenen Lotstopplackschicht und einer
Oberflachenschicht, dadurch gekennzeichnet, dass
die metallische Schicht oder die Lotstopplackschicht
mit einem Tiefenprofil versehen ist, das ein Muster ei-
ner Markierung bildet.

7. Leiterplatte nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Tiefenprofil mit einer Oberflachen-
schicht gefillt ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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